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1． まえがき 

我々は次世代のフォトン検出器として超伝

導 ト ン ネ ル 接 合 (Superconducting Tunnel 

Junction : STJ)に注目し、その研究を行っている。

STJ は優れた特徴を有する反面、構造上の問題

からノイズスペクトル[1]を形成すること、ア

レイ化数の制限が課題として挙げられる。 

近年、これらの問題点を解決する手段として、

3次元実装構造を有する埋め込み型 STJ検出器

が提案された[2]。現在までに、STJ の埋め込み

時の特性に関して研究が行われているが、その

貫通電極の形成には至っていない。そこで本研

究では、貫通電極の形成方法の確立、及び貫通

電極を有する STJ 検出器の作製、特性評価を目

的とした。 

 

2． STJ 用貫通電極の作製 

Fig.1 (a)に、現在提案されている埋め込み型

STJ 検出器の概念図を示す。同図に示す通り、

貫通電極は Si基板に対して垂直な貫通孔が形

成され、基板厚に応じた電極材料を堆積する構

造である。しかし、基板厚に対応する超伝導電

極材料を堆積させるのは困難である。 

そこで新たな貫通電極の構造としてテーパ

ー型貫通電極を提案する。Fig.1(b)に示すよう

に、貫通孔にテーパーを付けることで基板厚の

電極材料の堆積を必要としない。そこでまず、

テーパー部分に付着しやすい電極材料の検討

を行う。 

 

Fig.1 (a) Structure of embedded STJ (b) Structure of 

embedded STJ with through Si via 

 

3． STJ 用貫通電極の特性評価 

Fig.2 に貫通電極を有する STJ 検出器の概念

図を示す。同図に示すとおり、Al のストップ

レイヤ上に STJ を作製する。その後、STJ 直下

にテーパー型貫通電極を作製することで、通常

の STJ とテーパー型貫通電極を有した STJ と

の特性比較が行える。テーパー型貫通電極の作

製方法、及び貫通電極を有する STJ検出器の作

製、特性評価の詳細については当日に報告する。 

 

Fig.2 Structure of STJ with through Si via 
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